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Verfahren zum temporiren Verbinden eines Produktsubstrats mit einem

Trdgersubstrat

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gem4B Anspruch 1 zum temporéren

Verbinden eines Produktsubstrats mit einem Trédgersubstrat.

Das Bearbeiten von mit Strukturen wie Chips bestiickten
Produktsubstraten ist in der Halbleiterindustrie hdufig erforderlich und
kann mechanische und/oder chemische oder weitere Bearbeitungsschritte
(Lithographie, Belackung, Beschichtung etc.) sowie Transporte der

Produktsubstrate von A nach B umfassen.

Daneben besteht ein enormer Miniaturisierungsdruck bei immer grofBeren
Radien der Produktsubstrate (200mm, 300mm, ja bis zu 450mm), um die

Bauteildichte weiter zu erhéhen. Es ist leicht vorstellbar, dass die
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Handhabung dieser hauchdiinnen Produktsubstrate erhebliche technische

Probleme bereitet.

In Abhéngigkeit von den verwendeten Trigermaterialien und der
verwendeten Verbindungsschicht zwischen Triager und Produktsubstrat
sind verschiedene Verfahren zur Aufldsung oder Zerstérung der
Verbindungsschicht bekannt, wie beispielsweise die Verwendung von

UV-Licht, Laserstrahlen, Temperatureinwirkung oder Losungsmittel.

Das Abl6sen stellt sich zunehmend als einer der kritischsten
Prozessschritte dar, da die diinnen Substrate mit Substratdicken von
wenigen pm beim Ablésen/Abziehen leicht brechen oder durch die fiir

den Vorgang des Abldsens notwendigen Krifte Schaden erleiden.

Dartiber hinaus haben die diinnen Substrate kaum bis keine Formstabilitét
und rollen sich typischerweise ohne Stiitzmaterial ein. Wahrend der
Handhabung der meist auf riickgediinnten Wafern basierenden

Produktsubstrate ist mithin eine Fixierung und Unterstiitzung der Wafer

praktisch unumgénglich.

Bekannte Verfahren zum tempordren Verbinden (temporary bonding)
eines Produktsubstrats mit einem Trdgersubstrat setzen zum leichten
Abldésen des Wafers etwa auf doppelseitige adhdsive Filme, Flissigkeiten,
Wachs oder dhnliche Substanzen, damit das Produktsubstrat nach der
Bearbeitung moéglichst leicht und energiearm vom Trégersubstrat getrennt
werden kann. Solche Verfahren sind in der US5,725,923, der
US2007/0184630, EP1286385A2 und US5,863,375 gezeigt.

Folgende technische Probleme bestehen beim temporiren Verbinden:
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1. Hoher Materialverbrauch teilweise teurer Materialen.

2. Hohe Temperaturen beim temporiren Bonden und dadurch hoher
Energiebedarf.

3. Zeitintensive Abldseprozesse, insbesondere bei chemischer
Trennung/Auflésung der Verbindungsschicht, besonders bei
nasschemischen Prozessen, die meist aufwendig, umweltschéadlich
und damit ineffizient sind. Beim chemischen Auflésen kommt es
auflerdem vor, dass durch nicht vollstdndiges Auflésen der
Verbindungsschicht vor dem Ablésen des Produktsubstrats einige
Stellen weiterhin haftend wirken und dann beim Ablésen an diesen
Stellen zur Zerstérung des Produktwafers fithren.

4. Reinigung des Produktsubstrats nach dem Ablgsen notwendig.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
anzugeben, um ein Produktsubstrat méglichst zerstdrungsfrei und mit
geringstmdglichem Energicaufwand auf einem Trigersubstrat temporér zu
bonden, und mit dem das Produktsubstrat auch wieder leicht von dem

Trégersubstrat geldst werden kann.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs [ geldst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen
angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch sdmtliche
Kombinationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den
Anspriichen und/oder den Figuren angegebenen Merkmalen. Bei
angegebenen Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten

Grenzen liegende Werte als Grenzwerte offenbart und in beliebiger

Kombination beanspruchbar sein.
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Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, eine Antihaftschicht statt am
Tridgersubstrat am Produktsubstrat aufzubringen, und zwar insbesondere
in Bereichen, die nicht mit Chips besetzt sind, vorzugsweise am
Umfangsrand des Produktsubstrats, noch bevorzugter in einem Bereich,
an dessen gegeniiberliegender Seite am Tridgersubstrat eine

Verbindungsschicht vorgesehen ist.

Auf diese Weise ist es erfindungsgemiB moglich, am Trégersubstrat
durch die Verbindungsschicht und das Tridgersubstrat einen
Aufnahmeraum fiir die am Produktsubstrat vorgesehenen Strukturen,

insbesondere Chips, zu bilden.

Die Antihaftschicht ist dabei erfindungsgemil so dimensioniert und
ausgebildet, dass bei Kontaktierung mit der Verbindungsschicht am
Trdgersubstrat eine zum Bearbeiten und Transport des Produktsubstrats

ausreichende Adhdsionskraft wirkt.

Mit Produktsubstrat ist ein Produktsubstrat, beispielsweise ein
Halbleiterwafer, gemeint, das iiblicherweise auf eine Dicke zwischen

0,5 pm und 250 pm gediinnt ist/wird, wobei die Tendenz zu immer

diinneren Produktsubstraten geht.

Als Tréager wird beispielsweise ein Trédgersubstrat mit einer Dicke

zwischen 50 pm und 5.000 um, insbesondere zwischen 500 pm und

1000 um verwendet.

Gemil einer bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Verbindungsflichenabschnitt am Seitenumfang des

Tréagersubstrats, insbesondere in einem, vorzugsweise zur
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Produktsubstrataufnahmeseite konzentrischen, Ringabschnitt, angeordnet
ist. Durch homogene beziehungsweise gleichmifBig tiber die jeweiligen
Oberflachen verteilte Aufbringung der Verbindungsschicht und/oder der
Antihaftschicht am Seitenumfang des Produktsubstrats und/oder
Trégersubstrats, insbesondere in einem, vorzugsweise konzentrischen.
Ringabschnitt, wird das Produktsubstrat mit geringst méglichem Aufwand
am Trdgersubstrat angebracht und ist ebenso leicht wieder von diesem

16sbar, ohne die auf dem Produktsubstrat vorhandenen Strukturen zu

beschéddigen.

Mit Vorteil werden die Strukturen zumindest teilweise, vorzugsweise
vollstdndig, von der Antihaftschicht umgeben. Auf diese Weise werden

die Strukturen durch die Antihaftschicht gleichzeitig vor dulleren

Einflissen geschiitzt.

Gemif einer weiteren vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, dass ein Ablosen des Produktsubstrats vom Tragersubstrat
durch Beaufschlagung des Trégersubstrats mit einer zumindest
Uberwiegend zentrisch oder einer zumindest tiberwiegend seitlich an einer
der Produktsubstrataufnahmeseite abgewandten Abldseseite des

Tragersubstrats wirkenden Zugkraft erfolgt.

Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die Zugkraft mittels eines die
Abldseseite, insbesondere vollflachig, ansaugenden, vorzugsweise
flexiblen Tragerhalters aufgebracht wird. Als Trigerhalter eignet sich
besonders ein Chuck, insbesondere ein Spinner Chuck zur Aufnahme des
Triagersubstrats, insbesondere mittels Unterdruck, beispielsweise
Saugbahnen, Bohrungen oder Saugnépfen. Alternativ ist eine mechanische

Aufnahme, beispielsweise durch seitliche Klammern, denkbar. In einer



WO 2013/120648 PCT/EP2013/050849

weilteren, alternativen Ausgestaltung erfolgt die Aufnahme
elektrostatisch. Besonders bei der temprischen Abldsung ist ein flexibler
Tréagerhalter von Vorteil, damit die Ablésung des Produktsubstrats auf
besonders schonende Art und Weise erfolgen kann, wihrend bei einer

seitlichen Ablosung ein starrer Trdgerhalter denkbar ist.

Ein Produktsubstrathalter ist, insbesondere gleichartig, vorzugsweise
baugleich, wie der Trégerhalter ausgestaltet und bringt eine dem

Trégerhalter entgegengesetzte Kraft auf das Produktsubstrat,

insbesondere vollflachig, auf.

Soweit das Ablésen konzentrisch von einer zum Aufnahmeraum
weisenden Innenseite der Kontaktfliche erfolgt, betrifft dies die Variante
der zentrischen Beaufschlagung des Tréigersubstrats beim Abldsen,
insbesondere in Verbindung mit dem flexiblen Trigerhalter. Hierdurch
wird ein besonders schonendes, Stiick fiir Stiick gleichm#fig vom

Zentrum zum Umfang gerichtetes Abldsen erreicht.

Dagegen ist es erfindungsgemil mit Vorteil denkbar, bei der Variante des
liberwiegend seitlichen Abldsens des Produktsubstrats vom Trigersubstrat
oder umgekehrt des Trdgersubstrats vom Produktsubstrat ein Anldsen
durch mechanische Trennmittel vorzusehen, wodurch der Beginn des

Abldsens weniger ruckartig und damit schonender fiir das Produktsubstrat

erfolgt.

ErfindungsgemiB ist mit Vorteil vorgesehen, dass die zwischen der Ver-
bindungsschicht und der Antihaftschicht wirkende Adhésionskraft zwischen

0,1 mJ/m? und 10 J/m?2, insbesondere zwischen [ mJ/m? und 1 J/m?, liegt,
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wobei die Einstellung durch Materialwahl und die Gréfle der

Kontaktfldche erfolgt.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele

sowie anhand der Zeichnungen, diese zeigen in:

Fig.

Fig.

Fig.

eine schematische Darstellung eines erfindungsgemilien

Verfahrensablaufs,

eine schematische Seitenansicht eines erfindungsgemif mit

einem Tridgersubstrat verbundenen Produktsubstrats,

eine schematische Darstellung des erfindungsgeméfien
Ablésens des Produktsubstrats vom Tragersubstrat in einer

ersten Ausfithrungsform,

eine schematische Darstellung des erfindungsgemaédfen
Abldsens des Produktsubstrats vom Trégersubstrat in einer

zweiten Ausfithrungsform.

In den Figuren sind gleiche Bauteile und Bauteile mit der gleichen

Funktion mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

Figur | beschreibt einen erfindungsgeméflen Verfahrensablauf zum

tempordren Verbinden eines mit Strukturen 3, insbesondere einer

Topografie, vorzugsweise zumindest teilweise bestehend aus Chips

bestiickten Produktsubstrats 2, mit einem Trigersubstrat 6. Der Ablauf ist

in der Zeichnungsebene von links nach rechts bis zu einem fertigen

Produktsubstrat-Tragersubstrat-Verbund 7.
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Beim Trdagersubstrat 6 wird in einen Verbindungsflachenabschnitt 13
einer Produktsubstrataufnahmeseite 60 des Trégersubstrats 6 eine zur
Produktsubstrataufnahmeseite 60 konzentrische, ringférmige
Verbindungsschicht 5 aufgebracht, die sich vom Secitenumfang 6s des
Tragersubstrats 6 nach innen erstreckt. Die Verbindungsschicht 5 steht

von der Produktsubstrataufnahmeseite 60 ab.

Insbesondere parallel hierzu, vorzugsweise gleichzeitig, wird auf eine
Verbindungsseite 2u des Produktsubstrats 2 in einem
Antihaftfldichenabschnitt 15 eine Antihaftschicht 4 aufgebracht. Die
Antihaftschicht 4 erstreckt sich von einem Seitenumfang 2s des
Produktsubstrats 2 nach innen und bildet einen konzentrischen
Ringabschnitt. Die Ringbreite 4b der Antihaftschicht 4 entspricht in etwa
der Ringbreite 5b der Verbindungsschicht 5. Die Antihaftschicht 4 steht
ebenfalls von der Verbindungsseite 2u ab. Die Antihaftschicht 4 umgibt,
insbesondere umschlieBt, gleichzeitig die auf der Verbindungsseite 2u

aufgebrachten Strukturen 3.

Die Ringbreite 4b und/oder Ringbreite 5b liegt mit Vorteil zwischen 1mm

und 25mm, insbesondere zwischen Smm und 15mm.

AnschlieBend wird das Produktsubstrat 2 um 180 Grad gedreht, also quasi
auf den Kopf gestellt, um das Produktsubstrat 2 mit der Antihaftschicht 4
in einem weiteren Schritt gegeniiber dem Trégersubstrat 6 mit seiner

Verbindungsschicht 5 mechanisch und/oder optisch auszurichten.
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Anschliefend wird in einem weiteren Verfahrensschritt die

Antihaftschicht 4 mit der Verbindungsschicht 5 an einer Kontaktfliche 16

temporédr verbunden.

GemidlB Figur 2 besteht die erfindungsgemifle Ldsung darin, die
Antihaftschicht 4 nur am Rand, also peripher und nicht tiber die gesamte
Oberflache des Produktsubstrats 2 und/oder des Tragersubstrats 6
aufzubringen. Die Strukturen 3, insbesondere Dices des Produktsubstrats
2, insbesondere eines Produktwafers, befinden sich innerhalb der
ringférmigen Antihaftschicht 4. Die Verbindungsschicht 5 mit
entsprechend starker adhidsiver Wirkung wird auf dem Tragersubstrat 6
ebenfalls peripher und korrespondierend zu der Antihaftschicht 4
aufgebracht. Nach dem Kontaktieren wird durch das Produktsubstrat 2
und die jeweils kreisringférmige, am jeweiligen Seitenumfang 2s und 6s
aufgebrachte Verbindungsschicht 5 und die Haftschicht 4 sowie das
Trigersubstirat 6 ein Aufnahmeraum 14 zur Aufnahme der Strukturen 3,
insbesondere dichtend, gebildet, wobei die Dicke 4d der Antihaftschicht 4
und die Dicke 5d der Verbindungsschicht 5 gemeinsam die Hohe H des
Aufnahmeraums 14 bilden, die erfindungsgemil héher ist als die
Strukturen 3 auf dem Produktwafer 2, so dass die Strukturen 3 den
Tragerwafer 6 nicht berithren. Die Dicke 4d ist mit Vorteil gréBer als die
Dicke eines Monolayers und kleiner als 5um, insbesondere kleiner als
2pum. Die Dicke 5d liegt in vorteilhafter Ausgestaltung zwischen 1pm und
1000pm, insbesondere zwischen Sum und 500 pm, vorzugsweise
zwischen 10pum und 200pm. Durch Einstellung der Dicke 5d ist die Hohe

H des Aufnahmeraums 14 an die Hohe der Strukturen 3 anpassbar.

Die Kontaktfldche 16, die die tempordre Verbindung zwischen dem

Trédgersubstrat 6 und dem Produktsubstrat 2 bildet, besitzt eine viel
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kleinere Flache als bei den bisher bekannten Verfahren und beim Abl6sen
missen nur die zwischen der Antihaftschicht 4 und der
Verbindungsschicht 5 wirkenden Adhésionskréfte iiberwunden werden,
die grofl genug sind, das Produktsubstrat 2 und das Trégersubstrat 6
wihrend der Verarbeitung und wihrend des Transports
zusammenzuhalten, jedoch mit relativ geringem Kraftaufwand wieder
voneinander trennbar sind, insbesondere da die Kontaktflache 16 nur
einen geringen Teil der Gesamtfliche der Produktsubstrataufnahmeseite

60 und/oder der Verbindungsseite 2u einnimmt.

Fur das Abldsen des Produktsubstrats 2 von dem Trégersubstrat 6 nach
Durchfithren entsprechender Bearbeitungsschritte oder eines Transports
sind erfindungsgemil zwei bevorzugte Ausfiithrungsformen in Figur 3 und
Figur 4 dargestellt, die sich insbesondere in der Position der Einbringung

der Zugkraft zur Uberwindung der Adh#sionskraft auf das Tragersubstrat

6 unterscheiden.

-

Bei der in Figur 3 gezeigten Ausfilthrungsform erfolgt das Abldsen des
Produktsubstrats 2 vom Tragersubstrat 6 durch Beaufschlagung des
Tragersubstrats 6 zumindest liberwiegend an einem Umfangsabschnitt des
Seitenumfangs 6s mit einer Zugkraft, die durch einen starren Trdgerhalter
12 an einer zur Produktsubstrataufnahmeseite 60 abgewandten
Abldseseite 6u auf das Tridgersubstrat 6 iibertragen wird. Hierdurch wird
das Triagersubstrat 6 von dem durch einen Produktsubstrathalter 9 an
einer zur Verbindungsseite 2u abgewandten Halteseite 20 fixierten
Produktsubstrat 2 beginnend am Umfangsabschnitt des Produktsubstrats 2
geldst, und zwar durch Uberwinden der zwischen der Verbindungsschicht
5 und der Antihaftschicht 4 wirkenden Adh&sionskraft an der

Kontaktfliche 16 in diesem Umfangsabschnitt. Wiirde die Zugkraft bei
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Verwendung eines starren Trdgerhalters 12 nicht seitlich, sondern
vielmehr zentrisch aufgebracht werden, misste die Adhdsionskraft an der
gesamten Kontaktfliche 16 im wesentlichen gleichzeitig tiberwunden
werden, was zu einer stirkeren Beanspruchung des Produktsubstrats 2
durch eine héhere Zugkraft fithren wiirde. Die, insbesondere zu Beginn
aufzubringende Zugkraft kann durch Anlésen der Verbindung zwischen
der Verbindungsschicht 5 und der Antihaftschicht 4 im Bereich der
Aufbringung der Zugkraft, also von der Seite her, insbesondere durch
mechanische Trennmittel, beispielsweise eine Klinge oder einen Keil,

unterstiitzt werden, so dass die Zugkraft weiter reduziert werden kann.

Sowohl der Tragerhalter 12 als auch der Produktsubstrathalter 9 arbeiten
vorzugsweise liber Saugbahnen 8, die das Produktsubstrat 2
beziehungsweise das Trigersubstrat 6 mdglichst homogen, insbesondere
vollflachig, an der Abldseseite 6u des Trdgersubstrats 6 beziehungsweise

der Halteseite 20 des Produktsubsirats 2 {ixieren.

In der erfindungsgemil bevorzugten Ausfihrungsform des Abldsens
gemil Figur 4 wird ein flexibler, insbesondere elastischer, Tragerhalter
12> zum Ablosen des Tridgersubstrats 6 von dem Produktsubstrat 2
verwendet, wobei die Zugkraft beim Ablésen des Tréagersubstrats 6 am
Triagersubstrat 6 iiberwiegend zentrisch aufgebracht wird, so dass das
Ablosen im Gegensatz zu dem Abldsen gemidf Figur 3 nicht von aufien

beginnt, sondern von einer Innenseite 16i der Kontaktfldche 16.

Die Abldsung erfolgt damit konzentrisch von innen, also vom Zentrum,
nach auBlen, wobei die Verbiegung des Tridgersubstrats 6 entlang der
Produktsubstrataufnahmeseite 60 durch die Elastizitdt und Dicke des

Tragerhalter 12’ einstellbar ist.
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Bei der in Figur 4 gezeigten Ausfithrungsform ist es besonders wichtig,
dass die Saugbahnen 8 an der Ablgseseite 6u des Trigersubstrats 6
mdglichst nahe am Scitenumfang 6s des Tragersubstrats 6, insbesondere
riickseitig zum Verbindungsfldchenabschnitt 13, wirken, um das

Trégersubstrat 6 wahrend des Ablésens sicher am flexiblen Trédgerhalter

127 zu fixieren.

Das Ablésen erfolgt durch eine Ablésevorrichtung 1, die aus einer auf
Stiitzen 11 fixierten Aufnahme 10 zur Aufnahme des
Produktsubstrathalters 9 und dem Produktsubstrathalter 9 sowie einer
nicht gezeigten Vakuumeinrichtung zum Anschluss der Ansaugbahnen 8
gebildet ist. Weiterhin weist die Ablésevorrichtung 1 eine die
Triagerhalter 12, 12° mit der beschriebenen Zugkraft beaufschlagende

Robotik, insbesondere in Form eines Roboterarms, auf, die nicht

dargestellt ist.

Als Hauptbestandteil fiir das Trigersubstrat wird mit Vorteil
erfindungsgemdf eines oder mehrere der folgenden Materialien gewihlt:
Si, Glas, Keramik. Als Hauptbestandteil fiir die Antihaftschicht/Ver-
bindungsschicht 5 wird erfindungsgemif eines oder mehrere der

folgenden Materialien gewihlt: Polymere, Metalle, niedrigviskose

Materialien, Folien.
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Bezugszeichenliste

1 Ablgsevorrichtung

2 Produktsubstrat

20 Halteseite

2s Seitenumfang

2u Verbindungsseite

3 Strukturen

4 Antihaftschicht

4b Ringbreite

4d Dicke

5 Verbindungsschicht

Sb Ringbreite

sd Dicke

6 Triagersubstrat

6o Produktsubstrataufnahmeseite
6s Seitenumfang

6u Abloseseite

7 Produktsubstrat-Tragersubstrat-Verbund
8 Saugstruktur

9 Produktsubstrathalter

10 Aufnahme

11 Stiitzen

12, 12°  Trégerhalter

13 Verbindungsfldchenabschnitt
14 Aufnahmeraum

15 Antihaftflichenabschnitt

16 Kontaktflache

16i Innenseite

H Hohe
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Patentanspriche

Verfahren zum tempordren Verbinden eines Produktsubstrats (2)
mit einem Trigersubstrat (6) mit folgenden Verfahrensschritten:
Aufbringen einer Verbindungsschicht (5) auf eine
Produktsubstrataufnahmeseite (60) des Trigersubstrats (6) in einem
Verbindungsflichenabschnitt (13) der Produktsubstrataufnahme-
seite (60),

Aufbringen einer Antihaftschicht (4) mit geringer Adh#sionskraft
auf eine Verbindungsseite (2u) des Produktsubstrats (2) in einem
mit dem Verbindungsfldchenabschnitt (13) zumindest teilweise,
insbesondere zumindest iiberwiegend, vorzugsweise im
Wesentlichen vollstdndig, flaichenm#fig korrespondierenden
Antihaftflichenabschnitt (15) der Verbindungsseite (2u), wobei ein
von der Verbindungsschicht (5) und dem Trigersubstrat (6) sowie
dem Produktsubstrat (2) und der Antihaftschicht (4) begrenzter
Aufnahmeraum (14) zur Aufnahme von an der Verbindungsseite
(2u) des Produktsubstrat (2) vorgesehenen, von der
Verbindungsseite (2u) abstehenden Strukturen (3) gebildet wird,
Ausrichten des Produktsubstrats (2) gegentiber dem Trégersubstrat
(6) und Verbinden der Verbindungsschicht (§) mit der
Antihaftschicht (4) an einer Kontaktflache (16).

PCT/EP2013/050849
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Verfahren nach Anspruch 1, bei dem ein Verbindungsfldchen-
abschnitt (13) am Seitenumfang (6s) des Tragersubstrats (6),
insbesondere in einem, vorzugsweise zur Produktsubstrataufnahme

(60) konzentrischen, Ringabschnitt, angeordnet ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem der
Antihaftflachenabschnitt (15) am Seitenumfang (2s) des
Produktsubstrats (2), insbesondere in einem, vorzugsweise zum

Antihaftflichenabschnitt (15) konzentrischen, Ringabschnitt,

angeordnet ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem die
Strukturen (3) zumindest teilweise, vorzugsweise vollsténdig, von

der Antihaftschicht (4) umgeben werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, bei dem ein
Ablésen des Produktsubstrats (2) vom Trédgersubstrat (6) durch
Beaufschlagung des Triagersubstrats (6) mit einer zumindest
iberwiegend zentrisch oder einer zumindest iberwiegend seitlich
an einer der Produktsubstrataufnahmeseite (60) abgewandten

Abloseseite (6u) des Trigersubstrats (6) wirkenden Zugkraft
erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Zugkraft mittels eines die
Abloseseite (6u), insbesondere vollfldchig, ansaugenden,

vorzugsweise flexiblen Triagerhalters (12, 127) aufgebracht wird.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 5 oder 6, bei dem das Abldsen
konzentrisch von einer zum Aufnahmeraum (14) weisenden

Innenseite (16i) der Kontaktflache (16) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 5, bei dem beim Beginn des zumindest

iberwiegend seitlichen Ablésens ein Anldsen durch mechanische

Trennmittel erfolgt.

Produktsubstrat-Trigersubstrat-Verbund (7), bestehend aus

- einem Trdgersubstrat (6) mit einer auf eine Produktsubstratauf-
nahmeseite (60) des Triagersubstrats (6) in einem Verbindungs-
flichenabschnitt (13) der Produktsubstrataufnahmeseite (60)
aufgebrachten Verbindungsschicht (5) sowie

- einem mit dem Triagersubstrat (6) entlang einer Kontaktfliche (16)
zwischen der Verbindungsschicht (5) und einer auf eine
Verbindungsseite (2u) des Produktsubstrats (2) in einem mit dem
Verbindungsflichenabschnitt (13) zumindest teilweise
flachenmiBig korrespondierenden Antihaftflichenabschnitt (15) der
Verbindungsseite (2u) aufgebrachten Antihaftschicht (4)
verbundenen Produktsubstrat (2), wobei in einem von der
Verbindungsschicht (5) und dem Trégersubstrat (6) sowie dem
Produktsubstrat (2) und der Antihaftschicht (4) begrenzten
Aufnahmeraum (14) an der Verbindungsseite (2u) des
Produktsubstrats (2) vorgesehene, von der Verbindungsseite (2u)

abstehende Strukturen aufgenommen sind.



